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(57) Abstract: A flexible multilayer structure (1) is described with a RFID chip (10) and an antenna (8), wherein the RFID chip (10)
and the antenna (8) are integrated in the multilayer structure (1) in such a way that they do not bear against anything. A particularly
robust flexible structure which protects the chip and the antenna and yet which is long lasting and unbreakable is provided, in that
at least one of the layers (3-6) is made from a nonwoven material or an open cell foam, the cavities of which are largely filled with
a flexible adhesive. A method for the production of such a multilayer structure is also described, which method is characterized in
= that at least one of the layers (3-6) made from a nonwoven material or an open cell foam is applied in a relaxed, non-compressed
< state, the cavities thereof being filled with the adhesive in the liquid state to 70% to 85% of their volume, and in that, during the
bonding with other layers (2-7) and/or in a final fusion process, the filled nonwoven material or open cell foam is compressed and,
if necessary, heat treated in such a way that the cavities in the finished multilayer structure are at least 90% full.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine flexible Mehrschichtstruktur (1) mit RFID-Chip (10) und Antenne (8), wobei
RFID-Chip (10) und Antenne (8) derart in die Mehrschichtstruktur (1) integriert sind, dass sie nicht auftragen. Eine besonders
widerstandsfdhige, den Chip und die Antenne schiitzende und trotzdem langanhaltend flexible Struktur ohne Bruchrisiko wird zur
Verfligung stellt, indem wenigstens eine der Schichten (3-6) aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff besteht,
dessen Hohlrdume mit einem flexiblen Kleber im wesentlichen befiillt sind. Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung einer
o solchen Mehrschichtstruktur beschrieben, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigstens eine der Schichten (3-6) aus einem

Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff in entspanntem, ungepresstem Zustand zugefiihrt wird, dessen Hohlrdume mit dem
O Kleber im fliissigen Zustand zu 70-85 % des Volumens gefiillt werden, und dass bei der Verbindung mit weiteren Schichten
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(2-7) und/oder in einem abschliessenden Fusionsprozess der gefiillte Vliesstoff respektive offenzellige Schaumstoff derart gepresst
und gegebenenfalls mit Warme behandelt wird, dass die Hohlrdume in der fertigen Mehrschichtstruktur zu wenigstens 90 % befiillt
sind.
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BESCHREIBUNG
TITEL

Flexibler Schichtaufbau mit integriertem Schaltkreis

TECHNISCHES GEBIET

Die vorliegende Erfindung betrifft eine flexible Mehrschichtstruktur mit RFID-Chip
und Antenne, wobei RFID-Chip und Antenne derart in die Mehrschichtstruktur
integriert sind, dass sie nicht aufiragen. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung solcher Mehrschichtstrukturen, sowie insbesondere

Verwendungen solcher Mehrschichtstrukturen als Einband fiir Reisepésse.

STAND DER TECHNIK

Das generell erhdhte Sicherheitsbediirfnis im internationalen Reiseverkehr erfordert
eine Erhohung der Absicherung von Reisedokumenten, und insbesondere der
Reisepésse. Im wesentlichen ausgehend von den Vereinigten Staaten werden Reisepésse
verlangt, welche automatisch elektronisch ausgelesen werden kdnnen, um biometrische

Daten abfragen und iiberpriifen zu kénnen.

Entsprechend werden Reisepésse mit so genannten RFID-Chips (RFID: radio frequency
identification device) ausgestattet, welche kontaktlos ausgelesen werden konnen. Solche
Chips werden entweder in der Umschlaghiille (Einband) des Passes eingebettet, oder
aber der Pass verfiigt iiber eine einzelne in der Regel spezifisch dafiir vorgesehene, im
wesentlichen steife Seite, zum Beispiel aus Polycarbonat, in welche der Chip

eingelassen ist. Letzteres ist beispielsweise in der WO 2005/090091 beschrieben.

Problematisch in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass traditionell solche
Umschldge, welche normalerweise iiber eine susserste Schicht aus Kunststoff verfiigen,
welche beispielsweise eine Leder-dhnliche Oberfliche aufweist, aus Papier gefertigt
werden. Der gesamte Reisepass soll nun einerseits flexibel sein (wird héufig in der

Hosentasche getragen) andererseits soll er aber den RFID-Chip aufnehmen und
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normalerweise auch noch eine ausgedehnte Antenne. Das elektronische Bauteil soll

dabei moglichst nicht sichtbar und auch nicht filhlbar und geschiitzt sein.

Werden solche Strukturen auf Basis von einfachen Papieren ohne spezifische
Massnahmen aufgebaut, so verfiigen sie entweder {iber eine ungeniigende
Schutzwirkung fiir den Chip respektive die Antenne, sind aber gentigend flexibel, oder
aber sie sind vergleichsweise steif und entsprechend schiitzen sie den Chip, sie sind aber
fiir die gingige Benutzung eines Reisepasses nicht geeignet, was sich unter anderem
dadurch Aussert, dass sich die Deckseiten nicht wirklich zusammenlegen lassen sondern
immer wieder aufspringen.

Entsprechend wurde eine Vielzahl von Versuchen unternommen, derartige
Mehrschichtstrukturen auf Basis von technischen Papieren zu verbessern. So
beispielsweise die WO 02/089052, in welcher eine Struktur auf Basis von mehreren
Papierschichten vorgeschlagen wird, welche offenbar mechanischen und thermischen
Belastungen besonders gut gewachsen ist. Binzelne der Papierlagen werden dabei mit
einem Harz vollstindig getrinkt und der Chip wird in eine Aussparung eingepasst.
Ahnliche Strukturen werden in der WO 04/012228 sowie in der WO 2005/027033
offenbart.

Bei Aufbauten, bei denen der Chip in eine Aussparung eingepasst wird, wird oft so
vorgegangen, dass die Aussparung hoher ist als die Bauh6he des Chips. Es kommt dann
aber zwangslaufig bei den Verfahren nach dem Stand der Technik zu einem bleibenden
Hohlraum zwischen Chip und Decklage, der zwar hinsichtlich Druckbelastung Vorteile
haben kann, der Chip ist in einem solchen Aufbau aber nur unzureichend vor
Biegebeanspruchung geschiitzt, und der Hohlraum ist eine Schwachstelle, von der aus

unter mechanischer Beanspruchung die Struktur geschidigt werden kann.

In der WO 2005/088529 wird vorgeschlagen, den Chip in oder auf einem Tréger aus
Kunststoff (Kunststofffolie) anzuordnen, welcher auf beiden Seiten von einer Papierlage
bedeckt ist.

Aus der EP-A-1 547 806 ist eine Identifikationskarte, in welche ein Chip eingebettet
sein kann, bekannt. Dabei wird vorgeschlagen, dass es moglich ist, einen derartigen

Chip an die gewiinschte Position zu legen und anschliessend in ein Harz einzubetten.
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Als Ersatz fiir dieses Einbetten in ein Harz wird u.a. vorgeschlagen, den Chip auf eine
Schicht aufzulegen, welche durch einen pordsen Harzfilm, einen pordsen
Harzschwamm oder #hnliches gegeben ist. Unter anderem wird auch vorgeschlagen,
den Chip auf ein non-woven aufzulegen, wobei aber nicht angegeben wird, wie diese
Schicht mit den anderen Schichten verbunden wird respektive der Chip in der Schicht
befestigt wird. Des weiteren geht es bei dieser Identifikationskarte um eine steife
Struktuor, das heisét die verwendeten Schichten respektive der resultierende Datentriiger

sind hochgradig biegesteif.

Die US 5,879,502 beschreibt eine Kreditkarte, welche ebenfalls biegesteif sein soll, und

in welche ein Chip eingebettet werden kann. Unter anderem wird dabei vorgeschlagen,

- den Chip zwischen zwei Schichten aus einem non-woven anzuordnen, welche mit

einem Harz impragniert sind. Anschliessend wird dieses Harz, welches ausdriicklich
vernetzbar respektive polymerisierbar ist, vollstindig ausgehdrtet und so die
gewiinschte hohe Steifigkeit der Kreditkarte gewihrleistet.

Bei der ein Verfahren zur Herstellung eines Laminats zur Herstellung einer Chipkarte
betreffenden DE-A-196 17 621 wird ebenfalls vorgeschlagen, einen Mikrochip
einzubetten. Dabei wird erwéhnt, dass eine mittlere Schicht dieses Laminats ein Schaum
sein kann oder ein Vlies. Die Fasern eines derartigen Vlieses konnen dabei gemiss
diesem Dokument mit einem schmelzbaren Werkstoff beschichtet sein respektive vor

der Verwendung des Vlieses kann dieses mit beispielsweise PVC bespritht werden.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Der Erfindung liegt demnach u.a. die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte
Mehrschichtstruktur insbesondere bevorzugt zur Verwendung als dusseren Deckeinband
fir einen Reisepass oder als Einlageseite fiir einen Reisepass (sog. Inlay oder
Datapage), vorzuschlagen, welche die Nachteile des Standes der Technik wenigstens

teilweise iberwinden kann.

Die Losung dieser Aufgabe wird insbesondere dadurch erreicht, dass bei einer flexiblen
Mehrschichtstruktur mit RFID-Chip und Antenne, wobei RFID-Chip und Antenne
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derart in die Mehrschichtstruktur integriert sind, dass sie nicht auftragen (keine fiihlbare
Verdickung im Bereich des Chip oder der Antenne), wenigstens eine der Schichten aus
einem Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff gebildet wird (bevorzugt ist der
Vliesstoff), dessen Hohlriume mit einem flexiblen thermoplastischen Kleber im

wesentlichen befiillt sind.

Der Kern der Erfindung besteht somit darin, an Stelle eines Papiers oder einer
Kunststofffolie ein vollig anderes Material zu verwenden, welches sich mit einem
Kleber vollstindig oder im wesentlichen vollsténdig, d.h. bevorzugt zo wenigstens 90%
der Hohlrdume, befiillen 14sst, ohne dass es danach seine Flexibilitdt vollstdndig
verliert. Wird ein Papier verwendet, stellt sich ndmlich das Problem, dass unter anderem
aufgrund der vorhandenen Wasserstoffbriicken ein Trianken mit einem Kleber entweder
dazu fiihrt, dass das Papier vollstindig steif wird, oder dass u.a. wegen der in Papier
vorhandenen Fiillstoffe eine briichige Struktur entsteht, welche nicht nur zwischen
aneinander grenzenden Schichten sondern auch innerhalb der Schichten beim Biegen
oder Knicken irreversiblen Schaden nimmt. Uberraschenderweise zeigt es sich, dass
diese Probleme gelost werden konnen, indem ein Vliesstoff (und/oder ein offenzelliger
Schaumstoff) verwendet wird, welcher mit einem thermoplastischen Kleber respektive
Fiillstoff oder Kunststoff vollstdndig oder nicht ganz vollstindig getrankt ist, wobei der
Kleber respektive Kunststoff derart gewahlt ist, dass er auch nach lingerer Zeit in

seinem Verbund mit dem Vliesstoff flexibel bleibt.

Ein Vliesstoff, wie er in einem erfindungsgemissen Aufbau Verwendung finden kann,
unterscheidet sich von einem Papier, wie es in &dhnlichen Aufbauten im Stand der

Technik verwendet wird, in mehreren Eigenschaften. Ein Papier ist eine fasrige,

flachi ge Struktur, wobei die verwendeten Fasern Cellulosefasern natiirlichen Ursprungs

sind. Zum Finsatz kommen beispielsweise Zellstofffasern aus Laub-und Nadelh6lzern
oder auch Grisern. Auch Baumwollfasern finden Verwendung, speziell in
Papieranwendungen, bei denen es auf eine hohe Lebensdauer ankommt. Die Faserldnge
in Papieren betrégt typischerweise 0.2-2 mm, in extrem langfasrigem Papier wie
ungemahlenen Langfaser-Zellstoffpapieren allenfalls hochstens 3 oder 3.5 mm. Fiir

Sicherheitspapiere auf Baumwollbasis, wie sie in Passanwendungen eingesetzt werden,
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betrigt die Faserlinge typischerweise 1 mm (Faserldngen entsprechen Mittelwerten).

Demgegentiber handelt es sich bei einem Vlies, wie es im vorliegenden
erfindungsgeméssen Aufbau Verwendung findet, um ein flichiges Gebilde mit
zumindest einem Anteil an Synthetikfasern, normalerweise besteht das Vlies im
wesentlichen nur aus Synthetikfasern. Die Synthetikfasern weisen eine Faserlénge von
mindestens 4 mm Lénge auf. Die Fasern kénnen auch wesentlich linger sein, im
Bereich von 10-20 mm. Im Fall von Spinnvliesen sind die Fasern gar noch ldnger und

oft in derselben Grossenordnung wie die Abmessungen des Vliesstiickes selber.

Es kann sich beim Vlies um ein unverbundenes Vlies oder ein verbundenes Vlies
handeln. Das Vlies kann durch thermische Einwirkung verbunden sein (in der Regel
wenigstens teilweises Verschmelzen einzelner Fasern) und/oder es kann
mechanisch/stoffschliissig verbunden sein, beispielsweise indem die Fasern miteinander
wenigstens teilweise verklebt werden. Vliese kénnen so zum Beispiel zusétzlich einen
Binder enthalten, der dem Faserverbund zusitzliche Festigkeit verleiht. Der Binder wird
typischerweise iiber ein Eintauchen des Vlieses in einen Binder in ein derartiges Vlies
eingebracht und bedeckt danach die Fasern wenigstens teilweise in einer Fasern

tiberbriickenden Art und Weise.

Durch die im Vergleich zu einem Vlies relativ geringe Faserldnge eines Papiers kommt
es bei mechanischef Belastung des Papiers bereits bei relativ geringen Dehnungen zu
einem Abgleiten der Fasern gegeneinander und damit zu einer Trennung des
Faserverbundes und zur Rissbildung. Auch in einem getrénkten Papier geschieht diese
Abscherung der Fasern bei relativ geringen Dehnwerten, was zu einer Risseinleitung im
Verbund fiihrt.

In einem Vlies mit definitionsgemadss relativ langen Fasern fiihrt eine mechanische
Belastung ebenfalls zu einer Dehnung, jedoch nicht zu einer vollsténdigen Trennung der
Fasern voneinander. Die langen Fasern liegen im Vlies in verschliungener Form vor, so
dass eine Dehnung nur zu einer Streckung des gesamten Faserverbundes fiihrt, selten
aber zu einer Trennung der einzelnen Fasern. Somit fiihrt eine mechanische Belastung
in einem getrdnkten Vlies auch wenn {iberhaupt wesentlich weniger rasch zu einer

Risseinleitung, als dies in einem getrdnkten Papier der Fall ist.
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Die Materialeigenschaften der Vliesfasern sind weiter fiir die positiven mechanischen
Eigenschaften des erfindungsgeméssen Verbundes verantwortlich. Wie aus Tabelle 1
ersichtlich, besitzen Zellulosefasern eines Papieres (als Beispiel die hochfeste
Baumwollfaser) Reissdehnungswerte von 6-10%, Synthetikfasern wie sie in den
besprochenen Vliesen verwendet werden, besitzen demgegeniiber Reissdehnungswerte
von 20-105%. Modeme Fasermaterialien fiir Spinnvliese erreichen gar

Reissdehnungswerte von mehreren 100 %.

Tabelle 1

Fasertyp Modut” Reis sfestigkeit2 Reissdehnung”
Baumwolle 30-60 35-70 6-10

Polyamid 60-90 70-100 30-80

Polyester 70-120 95-100 100-105
Polypropylen | 30-50 22-55 70-100
Polyethylen 15-50 32-65 20-60

1) Festigkeit, die sich ergibt, wenn die an den quasilinearen Bereich der Kraft-

Dehnungs-Kurve angelegte Tangente bis zur Dehnung von 100% verlangert wird.
2) bei Normalklima, in daN/mm*
3) in % bei Normalklima

Quelle: Reutlinger Fasertafel 1974, ITR Institut fiir Textiltechnik, Reutlingen,
Deutschland

Bevorzugtermassen ist keine der Vliesschichten in der Mehrschichtstruktur von einer
Dicke, welcher grosser ist als die gesamte Hohe des Chip. Insbesondere bevorzugt wird
auf die iiber die Héhe des Chips unterschiedliche Breitenausdehnung des Chips
(beispielsweise lead frame mit grosser Breite und mold compound mit geringer Breite)
angepasst, indem die Hohe des Chips unter Zuhilfenahme von wenigstens zwei

Vliesschichten aufgenommen wird, welche in Anpassung an die unterschiedliche
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Breitenausdehnung tiber unterschiedliche Stanzungen verfiigen, so dass eine méglichst
formblindige Anordnung zwischen dem Chip und den diesen umgebenden Schichten
resultiert. Vorzugsweise verfligen die den Chip umgebenden Schichten jeweils iber
durchgiingige Stanzungen , das heisst iiber Locher, in welche der Chip eingreift. Es ist

bevorzugtermassen nicht vorgesehen, in einer der Schichten nur beispielsweise

‘ Ausnehmungen vorzusehen, welche nicht tiber die gesamte Dicke der Schicht im Sinne

von Durchgangsoffoungen ausgebildet sind, und in welche der Chip eingelegt werden

soll.

Gemiss einer ersten bevorzugten Ausfihrungsform sind die Hohlrdume im Endprodukt
zu wenigstens 90% befillt, bevorzugt zu wenigstens 95%. Mit anderen Worten ist
wenigstens das Endprodukt beinahe vollstindig mit dem Kleber aufgefiillt, das heisst
der Vliesstoff (oder der offenzellige Schaumstoff) verfiigt nur noch iber ein Minimum
an mit Luft gefiilltem Volumen, wihrend der Rest des Volumens mit dem Kleber befiillt
ist.

Eine weitere bevorzugte Ausfilhrungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass sidmtliche
den RFID-Chip und die Antenne umgebenden Schichten aus einem Vliesstoff oder
einem offenzelligen Schaumstoff bestehen, dessen Hohlrdume mit einem flexiblen
Kleber im wesentlichen befiillt sind. Auf diese Weise kann die optimale Schutzwirkung
der Struktur gewdhrleistet werden. Die gewiinschte Flexibilitdt kann insbesondere
bevorzugt dadurch sichergestellt werden, dass die Fasern des Vliesstoffes respektive der
Grundstoff des Schaumstoffes aus einem Kunststoff gebildet werden, insbesondere
bevorzugt aus einem Polymer. In Frage kommen dabei Polyolefine wie PE, PP,
Polyester wie PET, PBT, co-Polyester, Polyamide wie PA-6, PA6.6, PA-12, PVC, PU,
PS, PMMA, PC, PVA oder Blends oder Mischungen davon, wobei gegebenenfalls auch
mit spezifischen Fasern aus nicht polymeren Materialien erginzt werden kann. Als
Faserstoffe, ggf. auch in Mischung mit den bereits genannten Materialien, kommen
weiter in Frage Glasfasern, Kohlefasern, Aramidfasern, Teflonfasern, Viskosefasern,

Cellulosefasern sowie Mischungen davon.

Eine gezielte Beweglichkeit in einer bestimmten Richtung (beispielsweise eine erhShte

Beweglichkeit senkrecht zur Richtung des Knicks im Riicken des Reisepasses) kann
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gemiss einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung erhalten werden,
indem wenigstens eine der Schichten aus einem anisotropen Vliesstoff besteht.
Bevorzugtermassen ist dabei die Faserrichtung senkrecht zu jener Richtung, in welcher
eine erhShte Beweglichkeit respektive Flexibilitdt gewdhrleistet werden soll. Beim
genannten Beispiel eines Reisepasses ist entsprechend die bevorzugte Richtung der
Fasern im Vliesstoff im wesentlichen parallel zur gebundenen Kante des Reisepasses
auszurichten, dies insbesondere bei dicken Schichten. Bei einem mehrschichtigen
Aufbau ist es auch mdglich, in Bereichen, in denen erhéhte Flexibilitit gefordert ist,
einzelne Schichten auszusparen (beispielsweise fiir den Riicken eines Covers im
Bereich des Falzes oder bei einem Inlay/Inlet dort, wo dieses im Befestigungsbereich

anschliessend eine Beweglichkeit erforderlich macht).

Fine insbesondere fiir Reisepésse besonders geeignete Mehrschichtstruktur wird zur
Verfuigung gestellt, wenn wenigstens drei oder bevorzugtermassen wenigstens vier
Schichten aus einem Vliesstoff vorhanden sind, deren Hohlriume mit einem flexiblen
Kleber im wesentlichen befiillt sind. Dabei ist eine obere erste Vliesschicht angeordnet,
welche frei von Aussparungen ist, es ist eine obere zweite Vliesschicht angeordnet,
welche eine Aussparung aufweist, in welcher ein erster Teilbereich des RFID-Chips
angeordnet ist, es ist eine untere erste Vliesschicht angeordnet, welche eine Aussparung
aufweist, in welcher der restliche Teilbereich des RFID-Chips angeordnet ist, und es ist
eine untere zweite Vliesschicht angeordnet, welche frei von Aussparungen ist.
Bevorzugtermassen sind dabei sdmtliche Schichten aus dem gleichen Vlies-Material,
ggf. in einer Kombination von isofropen und anisotropen Schichten auf gleicher
Faserbasis, gebildet, und weiterhin bevorzugt sind die Vliesschichten simtlich mit dem

gleichen flexiblen Kleber befiillt und tiber diesen stoffschliissig miteinander verbunden.

Um dem Drucker respektive Buchbinder zum Beispiel in Form eines Bogens eine
fertige Losung zur Verfiigung zu stellen, ist es mdglich, oberhalb der oberen ersten
Vliesschicht ein Umschlagmaterial anzuordnen, welches mit der oberen ersten
Vliesschicht stoffschliissig verbunden ist (ergibt die Aussenseite des Passes), wobei es
sich beim Umschlagmaterial bevorzugt um ein Kunststoffmaterial handelt, welches an

der oberen Oberfliche versiegelt ist und/oder eine Lederimitation darstellt und wobei
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das Umschlagmaterial insbesondere bevorzugt eine Dicke im Bereich von 200-450

Mikrometer aufweist.

Grundsiizlich ist es dabei moglich, an einem solchen Umschlagmaterial eine Prigung
vorzunehmen. Diese Prigung kann am Umschlagmaterial bereits vorgenommen sein,
das heisst das Umschlagmaterial kann dem Herstellungsprozess flir die Herstellung der
Mehrschichtstruktur in bereits geprégter Form zugefiihrt werden. Alternativ ist es
moglich, die Prigung des Umschlagmaterials im Rahmen des Herstellungsverfahrens
der Mehrschichtstruktur durchzufiihren, entweder kurz vor oder wéhrend der Zufihrung
des Umschlagmaterials oder aber auch nach Herstellung der (teilweisen)
Mehrschichtstruktur.

Um die Innenseite ebenfalls in einer Form zur Verfiigung zu stellen, auf welche ein
Vorsatzpapier, welches anschliessend die Innenseite des Passes bilden wird, aufgeklebt
werden kann (beispielsweise wie iiblich unter Zuhilfenahme eines Weissleim), ist es
moglich und bevorzugt, unterhalb der unteren zweiten Vliesschicht eine Papierschicht
anzuordnen, welche mit der unteren zweiten Vliesschicht stoffschliissig verbunden ist,
und welche bevorzugt eine nach unten offenporige Struktur aufweist und so die
Haftungsvermittlung mit einem. Weissleim ermdglicht, Dabei weist die Papierschicht
bevorzugtermassen eine Dicke im Bereich von 40-70 pm auf, dies bevorzugtermassen
bei einem urspriinglichen Flachengewicht (d.h. Flichengewicht vor Einbringung von
Kleber) von 15-70 g/m?, insbesondere bevorzugt von 20-40 g/m>. Die Papierschicht ist
bevorzugtermassen mit einem l0sungsmittelhaltigen (organisches Losungsmittel)
Kleber mit der daran grenzenden. Schicht aus Vliesstoff verbunden, wobei insbesondere
bevorzugt die gleiche Kleberbasis verwendet wird, wie bei den anderen Vliesstoff-
Schichten, einfach in 10sungsmittelhaltiger Form. Die Kleberbeschichtung ist
vorzugsweise so ausgefiihrt, dass sie nicht auf die der Beschichtungsseite abgewandten
Papieroberfliche durchdringt, so dass die Papiereigenschaften, insbesondere fiir den
dort aufzubringenden Weissleim zur Befestigung am Vorsatzpapier, auf dieser Seite
weitgehend erhalten bleiben.

Bei der Papierschicht handelt es sich bevorzugterweise um ein Sicherheitspapier,

welches mindestens ein Sicherheitsmerkmal enthilt. Bevorzugterweise beinhaltet das
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Sicherheitspapier ein Wasserzeichen. Die Papierlage kann zusétzlich bedruckt sein.

In einer weiteren bevorzugten Ausfithrungsform ist die Seite des Wasserzeichenpapiers,
welches diese Papierschicht bildet, und welche auf das Umschlagmaterial (d.h. in
Kontakt zu einer Vliesschicht) zu liegen kommt, dunkel bedruckt oder eingeféirbt. Oder
es ist moglich, die Seite des Umschlagmaterials, auf welche das Wasserzeichenpapier
zu liegen kommt dunkel bedruckt oder eingefiirbt auszugestalten, wodurch sich das

Wasserzeichen deutlich und kontrastreich abhebt.

Ebenfalls moglich ist es, die Papierschicht dunkel (z.B. schwarz) einzufdrben. Wird
anschliessend ein Vorsatzpapier verwendet, welches ein Wasserzeichen aufweist, so

ergibt sich ein erhdhter Kontrasteffekt.

Eine Papierlage wird vorzugsweise dann vorgesehen, wenn das Umschlagmaterial mit
einem anderen Papiertriger verbunden werden soll, beispielsweise mit einem

Vorsatzpapier.

Es ist auch moglich, eine Mehrschichtstruktur vorzusehen, welche zur Herstellung eines
Reisepasses ohne Verwendung eines Vorsatzpapiers geeignet ist. In diesem Fall ist z.B.
die oben beschriebene Papierlage der Mehrschichtstruktur anschliessend direkt die
Innenseite des Umschlags des fertigen Passes. Fiir diese Situation kann diese Papierlage
bedruckbar oder bereits bedruckt ausgestaltet sein, und sie kann wiederum

Sicherheitsmerkmale wie beispielsweise Wasserzeichen etc. aufweisen.

Alternativ ist es moglich, anstelle eines konventionellen Vorsatzpapiers beim
Herstellungsprozess des Reisepasses ein Papier zu verwenden, welches bereits dazu
vorgesehen ist, auf eine Mehrschichtstruktur, welche dann keine Papierlage aufweist,
aufgebracht zu werden. Fiir diesen Fall wird ein Vorsatzpapier verwendet, welches auf
der dem Umschlag zugewandten Seite iiber eine entsprechende Vorbereitung zur
direkten Anbindung an die Mehrschichtstruktur aufweist. Moglich ist beispielsweise ein
Vorsatzpapier in Form eines Papiers, welches auf der Aussenseite mit einem Kleber
beschichtet oder soweit getrdnkt ist, dass die Innenseite in ihren Papiereigenschaften
iw. davon nicht betroffen ist. Dabei wird insbesondere bevprzugt die gleiche

Kleberbasis verwendet, wie bei den anderen Vliesstoff-Schichten, einfach in
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l6sungsmittelhaltiger Form, so dass eine optimale Anbindung an die
Mehrschichtstruktur erfolgen kann, beispielsweise direkt und ohne Verwendung eines

weiteren Klebers durch einfache Anwendung von Druck und/oder Temperatur.

Besonders bei der Verwendung fiir einen Reisepass erweist sich folgende Auslegung

der einzelnen Schichten in Kombination oder jeweils einzeln als vorteilhaft:

e Obere erste Vliesschicht und/oder untere zweite Vliesschicht: Dicke im Bereich
von 60 - 150 Mikrometer (jeweils urspriingliche Dicke vor dem Fusionsprozess),
insbesondere bevorzugt im Bereich von 90-125 pm (spezifisch z.B. 100-110
um), bevorzugtermassen bei einem Flichengewicht im Bereich von 8 - 40 g/m?,
insbesondere bevorzugt im Bereich von 15-25 g/m?® wobei sich diese
Flichengewichte auf einen Vliesstoff beziehen, welcher noch nicht mit Kleber
gefiillt ist. Bereits befiillter aber noch nicht fusionierter Vliesstoff (das heisst mit
einer Befiillung im Bereich von 70-85 %, z.B. als Halbzeug) ist bevorzugt in
einem Flichengewicht von 50-90 g/m* vorgegeben. Diese Dimensionierung
bezieht sich insbesondere bevorzugt auf Vliesstoffe mit endlosen Fasern, d.h.
Spinnvliese. Diese Vliesschichten sind bevorzugtermassen nicht orientiert, das
heisst deren Fasern verfiigen nicht oder nur unwesentlich tiber eine bevorzugte
statistische Orientierung, sondern sind im wesentlichen statistisch in ihrer

Orientierung in der Ebene der Schicht gleich verteilt.

e Obere zweite Vliesschicht und/oder untere erste Vliesschicht: Dicke im Bereich
von 150 - 350 Mikrometer (jeweils urspriingliche Dicke vor dem
Fusionsprozess), insbesondere bevorzugt im Bereich von 200-300 pm
(spezifisch beispielsweise im Bereich von 220 - 150 pum), bevorzugtermassen
bei einem Flichengewicht im Bereich von 20 - 60 g/m?, insbesondere bevorzugt
im Bereich von 30-50 g/mz, wobei sich diese Flichengewichte auf einen
Vliesstoff beziehen, welcher noch nicht mit Kleber gefiillt ist. Bereits befiillter
aber noch nicht fusionierter Vliesstoff (das heisst mit einer Befiillung im Bereich
von 70-85 %, z.B. als Halbzeug) ist bevorzugt in einem Flichengewicht von 80-
150 g/m® vorgegeben. Diese Dimensionierung bezieht sich insbesondere

bevorzugt auf Vliesstoffe mit endlosen Fasern, d.h. Spinnvliese. Diese
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Vliesschichten konnen bevorzugtermassen orientiert sein, das heisst deren
Fasern verfligen iiber eine bevorzugte statistische Orientierung in der Ebene der
Schicht. Diese Orientierung fithrt im fertigen Produkt zu einer vergleichsweise
grosseren Biegesteifigkeit um eine Achse senkrecht zu dieser bevorzugten
Orientierung und zu einer vergleichsweise niedrigeren Biegesteifigkeit um eine
Achse parallel dazu. Wird beispielsweise die bevorzugte Orientierung dieser
beiden (oder auch nur einer davon) Schichten parallel zur Riickenkante eines
Reisepasses eingestellt, so kann anschliessend der Reisepass parallel zu

Riickenkante leichter durchgebogen werden als in der anderen Richtung.

Es ist auch moglich, Vliesstoffe mit einem hoheren Flichengewicht beispielsweise von
im Bereich 120-220 g/m”? zu verwenden, insbesondere wenn kiirzere Fasefn und nicht
endlose Fasern verwendet werden. Solche Vliesstoffe haben dann eine Dicke im
Bereich der oben angegebenen Dicke der zweiten Vliesschicht, und verfiigen befiillt

{iber ein Flachengewicht im Bereich von 180-250 g/m?,

Bei dem thermoplastischen Kleber handelt es sich gemdéss einer bevorzugten
Ausfilhrungsform um einen aktivierbaren Kleber (z.B. heat activated adhesive),
bevorzugt um einen solchen Kleber, der in erstarrtem Zustand weitgehend flexibel
bleibt und nicht glasartig briichig wird. M&gliche Kleber dieser Art finden sich in der
Gruppe der Polyolefine, der Polyurethane, der Polyacrylate und der Polyvinylacetate

sowie Mischungen davon.

Bei dem thermoplastischen Kleber handelt es sich geméss einer weiteren bevorzugten
Ausfiihrungsform also um einen aktivierbaren Kleber, bevorzugt um einen
16sungsmittelfreien aktivierbaren Kleber, insbesondere bevorzugt um einen
wérmeaktivierbaren 16sungsmittelfreien Kleber, welcher nicht vollstindig aushéirtet oder
in erstarrtem Zustand weitgehend flexibel bleibt und nicht glasartig briichig wird und
entsprechend die nachhaltige Flexibilitdt gewahrleistet. Unter 16sungsmittelfrei ist im
Zusammenhang mit der vorliegenden Anmeldung stets zu verstehen, dass der Kleber
keine organischen Lésungsmittel aufweist. Er kann aber auf wissriger Basis beruhen.
Alternativ ist es auch moglich, einen Kleber zu verwenden, welcher weder ein

organisches Losungsmittel noch Wasser aufweist. Auch ein solcher Kleber ist als
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16sungsmittelfrei zu verstehen. Solche Kleber werden auch als wissrig oder
wasserbasierend bezeichnet. Im Allgemeinen werden auch Kleber als 16sungsmittelfrei,
wissrig oder wasserfrei bezeichnet, die einen Anteil unter 15% an wasserkompatiblen
Losungsmitteln beinhalten (typischerweise Ethanol, Isopropanol, Aceton u.A.). Beim
Kleber kann es sich beispielsweise um einen Kleber auf Polyurethan- oder auf

Polyacrylat-Basis bevorzugt in Wasser handeln,

Generell ist es moglich, dem Kleber Zusétze zur besseren Lauffahigkeit zuzusetzen.
Ebenfalls ist es moglich, den oben genannten Schichten Zusitze zur besseren

Bedruckbarkeit zuzusetzen.

Gemadss einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform wird dem thermoplastischen
Kleber ein thermoexpandierbarer Zusatz oder Hohlpigmente zugefiigt, so beispielsweise
in Form von hohlen oder gefiillten Mikrokugeln oder —kornern, so z.B. Mircopearl ®
oder Expancel ® 0.4.. Dies kann beispielsweise zur Erhohung der Flexibilitit im fertigen

Produkt vorteilhaft sein.

Wie bereits erldutert, besteht bevorzugtermassen der Vliesstoff aus Fasern ausgewihlt
aus der Gruppe folgender Kunststoffe: PE, PP, PET, PA, PBT, PVC oder Mischungen
solcher Fasern. Bevorzugt werden Fasern auf Basis von Polyester und/oder Polyacrylat.
Ein mdgliches Produkt ist beispielsweise das von der Firma Freudenberg Vliesstoffe
KG, Deutschland erhiltliche Produkt mit dem Namen Viledon®. Auch méglich sind

polymere Fasern wie Viskose oder Lyocell.

In einer weiter bevorzugten Ausfihrungsform wird zwischen der oberen ersten und
oberen zweiten Vliesschicht zusitzlich eine Sperrschicht fiir elektromagnetische
Strahlung gelegt oder eine dieser beiden Schichten als derartige Sperrschicht
ausgestaltet. Eine solche Schicht kann auch zwischen der oberen ersten Vliesschicht und
einem Umschlagmaterial angeordnet sein, oder es ist moglich, das Umschlagmaterial
oder eine Schicht desselben als derartige Sperrschicht auszugestalten. Dabei kann es
sich um eine Metallfolie, Metallgewebe, Metallvlies handeln oder um ein mit einer
leitfdhigen Struktur bedrucktes/bedampfies Papier, Vlies oder Gewebe oder um ein
Vlies oder Gewebe mit Anteil an metallischen Fiden/Fasern oder um eine andersartig

leitfihig hergestelite, flichige Struktur. Diese elektromagnetische Abschirmung hat zum
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Zweck, ein Auslesen der im Chip gespeicherten Daten von einer Seite her zu
verhindern. In einem Endprodukt, beispiclsweise einem Reisepass, ist ein Auslesen der

Daten somit nur am gedffneten Pass moglich, nicht aber bei geschlossenem Reisepass.

Weiterhin ~ betrifft  die  vorliegende Erfindung die Verwendung einer
Mehrschichtstruktur, wie sie oben erldutert wurde, zur Herstellung eines Tags, eines
Buchdeckels, einer Einlage in Kleidungsstiicke oder andere Verkaufsartikel fir die
Sicherheitsanwendungen (Ladenschutz), einer Ausweiskarte, insbesondere aber als
Deckmaterial respektive Einband oder als Inlay (auch als Datapage bezeichnet) fiir
einen Reisepass. Entsprechend betrifft die vorliegende Erfindung gleichermassen einen
Reisepass mit einem Umschlag aus einer Mehrschichtstruktur, wie sie oben beschrieben

wurde.

Insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung als Datapage kann die
Mehrschichtstruktur des weiteren eine zusétzliche Schicht, normalerweise wenigstens
eine dussere Schicht (oder beidseitige dussere Schichten), beispielsweise als Ersatz fiir
das Umschlagmaterial, aufweisen, welche aus einer mit einem Laser beschreibbaren

Folie besteht und/oder in einem Diffusionsverfahren bedruckbar ist.

Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer
solchen Mehrschichtstruktur. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine der Schichten aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen
Schaumstoff in entspanntem, ungepresstem Zustand (die Hohlriume sollten frei
verfiigbar sein, das heisst das Material sollte kurz davor nicht gepresst worden sein)
zugefiihrt wird, dessen Hohlrdume mit dem Kleber im fliissigen Zustand zu 70-85 %
des Volumens gefiillt werden, und dass bei der Verbindung mit weiteren Schichten
und/oder in einem abschliessenden Fusionsprozess der gefiillte Vliesstoff respektive
offenzellige Schaumstoff derart gepresst und/oder gegebenenfalls mit Warme behandelt
wird (Lamination), dass die Hohlrdume in der fertigen Mehrschichistrukiur zu
wenigstens 90% befiillt sind.

Eine bevorzugte Ausfilhrungsform dieses Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Schicht aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff

auf ihrer einen Oberfliche wenigstens teilweise versiegelt wird oder gleich versiegelt
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zugefithrt wird und auf ihrer gegeniiberliegenden Oberfliche offenporig ausgebildet ist,
und dass die wenigstens eine Schicht mit der offenporigen Oberflédche nach oben
zugefithrt wird und durch diese mit Kleber befiillt wird. Ein wesentliches Element des
Verfahrens ist es, sicherzustellen, dass der Kleber gut in den Vliesstoff eindringen kann.
Entsprechend sollte er in einer Menge und bei einer Viskositét eingebracht werden, bei
welcher nicht sofort das Vlies vor dem Eindringen zusammen gepresst und damit die

Hohlriume vernichtet werden, und auf der anderen Seite muss verhindert werden, dass

" der Kleber nicht nach unten aus der Schicht heraustreten respektive in darunter liegende

Schichten eindringt. Letzteres wird dadurch verhindert, indem, wie bevorzugt, die
Unterseite des Vliesstoffes derart "versiegelt" wird oder bereits ist, dass der Kleber
nicht nach unten hindurchtreten kann, wenn er von oben zugefiihrt wird. Um
sicherzustellen, dass der Vliesstoff tatséchlich gefiillt und nicht gepresst wird bei der
Zufithrung des Klebers, kann es von Vorteil sein, die wenigstens eine Schicht aus einem
Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff in wenigstens zwei Schritten,
bevorzugt bei einer Dicke von mehr als 150 pm in wenigstens drei Schritten mit Kleber

sukzessive zu beflillen.

Ein bevorzugtes Verfahren zur Herstellung einer befiillten Schicht aus Vliesstoff besteht
darin, dass zunichst eine Bahn aus einem flachigen Trégermatierial, beispielsweise eine
Bahn aus silikonisiertem Papier zugefiihrt wird. Diese Bahn wird zunéchst mit einer
Schicht aus Kleber beschichtet. Um eine homogene Beschichtung gewdhrleisten zu
kénnen, erweist es sich dabei als vorteilhaft, diese Beschichtung {iiber einen
Rollenauftrag vorzunehmen, wobei zunichst iiber ein Rakel der Kleber auf die Rolle
aufgebracht wird, und anschliessend die Rolle den Kleber auf das Papier auftrigt. Diese
Kleberschicht wird zunichst getrocknet, beispielsweise bei einer Temperatur von
120°C. In einem niichsten Schritt wird dieser mit der Kleberschicht beschichtete Triger
aufgewirmt (beispielsweise in einem Wirmekalander), und mit einer unbearbei;c?ten
(d.h. beidseitig offenporigen) Bahn aus Vliesstoff in Kontakt gebracht. Dabei wird der
Vliesstoff auf der dem beschichteten Triger zugewandten Seite durch die Kleberschicht
versiegelt. Nun wird dieser auf der einen Seite versiegelte Vliesstoff von der anderen
Seite in einem oder gegebenenfalls mehreren weiteren Schritten sukzessive mit Kleber

befiillt, ohne dass der zugefithrte Kleber nach unten aus dem Vliesstoff heraustritt. Dies
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ist dadurch gew#hrleistet, dass der Vliesstoff auf der Seite, die dem Triger zugewandt
ist, versiegelt wurde. Nach jedem dieser Schritte wird die Bahn getrocknet, um das
Wasser aus dem Verbund heraustreten zu lassen. Dies geschieht typischerweise in
einem Trocknungstunnel bei einer Temperatur von 70-80°C. Bei dickeren Vliesbahnen
(typischerweise bei Dicken tiber 120 pum) erweist sich eine Befiillung in zwei oder
mehreren Beflillungsschritten als sinnvoll. So wird beispielsweise ein Vliesstoff von
240 pum Dicke auf einem mit Silikon beschichteten Trigerpapier mit Kleberschicht wie
oben beschrieben in einem ersten Befiillungsschritt mit nassem Kleber grosstenteils
vollstindig befiillt und getrocknet. Durch die Trocknung verringert sich das
Befiillungsvolumen, so dass eine Befiillung von typischerweise 30-40 g/m” Kleber
resultiert. Bedingt durch den Befiillungs- und Trocknungsprozess sowie den Einfluss
von Kapillarkréften und der Schwerkraft sinkt die Befiillung im Vlies im Wesentlichen

auf die Seite des Trigerpapiers.

In cinem zweiten Befiillungsschritt werden erneut ca. 30-40 g/m? Kleber befiillt. Auf
diese Weise resultiert ein zu ca. 70 — 85% befiillter, flichiger Verbund, welcher auf
seiner Ober- und Unterseite ausreichend thermoaktivierbaren Kleber aufweist, um im

nachfolgenden Prozess mit weiteren, gleichartigen Lagen verbunden zu werden.

Ein nicht vollstandig befiillter Verbund erweist sich deshalb als vorteilhaft, weil der
Verbund durch das Porenvolumen kompressibel bleibt und der Chip im weiteren
Verarbeitungsverlauf schliissig in den Verbund eingebettet werden kann. Bei der
Schichtung mehrerer solcher nicht vollsténdig befiiliter Verbunde kann ausserdem

eingeschlossene Luft entweichen, was eine Blasenbildung verhindert.

In einer bevorzugten Ausfithrungsform ist der Kleber fiir die verschiedenen Schichten
(bevorzugt optisch) unterscheidbar ausgefiihrt, beispielsweise durch Anfirben mit
Farbstoffen. So kann beispielsweise der Kleber zur Ausbildung der Siegelschicht
hellblau eingefirbt werden, der Kleber fiir die erste Befiillung dunkelblau eingefirbt
werden, und der Kleber fiir die zweite Befiillung gelb eingefiarbt werden. Diese
Einfirbung kann einerseits der Prozesskontrolle (Qualititskontrolle, beispielsweise
Mingel in der Vliesstruktur leicht sichtbar) dienen, kann aber auch als

Sicherheitsmerkmal dienen respektive kundenspezifisch oder chargenspezifisch
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eingesetzt werden. Im oben genannten Fall resultiert ein Verbund, der in der Aufsicht
bei korrekter Prozessfiihrung die einheitliche Mischfarbe Griin zeigt, die Schichtung der
einzelnen eingefirbten Schichten im Querschnitt aber als Sicherheitsmerkmal erkennen
lasst. Des weiteren ist es moglich, durch unterschiedliche Einfirbung wiederum einen
Sicherheitseffekt bewirkende Mischfarben zu erzeugen. Ein Querschnitt des Aufbaus
ldsst im Mikroskop die Schichtung auf einfache Weise erkennen. Als Querschnitt kann
im einfachsten Fall die Stanzkante des Umschlags zur zerstorungsfreien Priifung

herbeigezogen werden.

Alternativ oder zusitzlich ist es moglich, einen Teil oder die Gesamtheit der Fasern in
einem Vlies einzufdrben respektive das Vlies in einem separaten Prozess in einem
Tauchbad einzufirben. Auch durch diese Einfirbung des Vlies respektive der dort
verwendeten Fasern ist es moglich, unter anderem Qualititskontrolle zu gewihrleisten,
zusétzliche Sicherheitsaspekte zu befriedigen, respektive kundenspezifische Wiinsche
einzubringen. Des weiteren ist es mdglich, in einem Vlies oder zwischen Schichten der
Mehrschichtstruktur Lichtleiter vorzusehen. Durch Einkopplung von Licht in einen
derartigen Lichtleiter in einer Seitenkante und durch das durch den Lichtleiter spezifisch
erzeugte Austrittslicht an einer anderen Kante kann eine weitere Sicherheit

gewihrleistet werden.

Zur Einfarbung der einzelnen Kleberschichten/Vliese kénnen auch UV-, IR~ oder VIS-
Farbstoffe eingesetzt werden, die beispielsweise im Tageslicht unsichtbar sind, unter
UV-Licht oder IR-Licht aber eine charakteristische Fluoreszenzfarbe insbesondere im
sichtbaren Bereich, zeigen oder eine charakteristische Absorption oder Reflexion im
UV.,- IR oder VIS-Bereich zeigen.

Eine weitere bevorzugte Ausfithrungsform des Verfahrens insbesondere zur Herstellung
einer Mehrschichtstruktur fiir einen Reisepass ist dadurch gekennzeichnet, dass
insgesamt wenigstens zwei, bevorzugt wenigstens drei, insbesondere bevorzugt
wenigstens vier Schichten aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff
zugeftihrt werden, wobei die einzelnen Schichten nacheinander miteinander verbunden
werden, indem zundchst eine erste unten liegende und nach unten versiegelte Schicht

zugetiihrt und mit Kleber zu 70-85% befiillt wird, indem anschliessend eine zweite nach
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unten versiegelte Schicht zugefiihrt und mit ihrer Unterseite mit der Oberseite der ersten
Schicht in Kontakt gebracht wird, und indem anschliessend unter Anwendung von
Wirme und/oder Druck eine wenigstens bereichsweise oder punktweise stoffschliissige
Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Schicht erzeugt wird, und so fort,
wobei bevorzugt in einem abschliessenden Schritt unter Anwendung von Druck,
insbesondere bevorzugt zwischen Platten in einem getakteten Prozess oder zwischen
einer Rolle und einem mitlaufenden, die Rolle in einem Umfangsbereich
umschliessenden Band, die Schichtstruktur derart komprimiert respektive fusioniert
wird, dass die Hohlrdume in der fertigen Mehrschichtstruktur zu wenigstens 90% befiillt

sind.

Gemdss einer bevorzugten Ausfithrungsform des Verfahrens werden dabei Bahnen von
Vliesstoff im Sinne von Halbzeug zugefiihrt, das heisst Bahnen von Vliesstoff, welche
bereits befiillt sind, konkret welche zu 70-85% mit Kleber befiillt sind. Insbesondere
bevorzugt werden Bahnen =zugefiihrt, welche, wie oben erldutert, auf einem
silikonisierten Papier vorbereitet sind, und welche erst kurz vor der Zusammenfiihrung
mit weiteren Bahnen aus Vliesstoff von diesem silikonisierten Trigerpapier getrennt
werden. Diese Bahnen kénnen anschliessend zundchst nur punktweise (beispielsweise
unter Zuhilfenahme von heissen Nadeln, welche auf den genannten Platten angeordnet
sind) miteinander verbunden werden, und erst ganz am Ende, wenn alle gewiinschten
Schichten aufeinander liegen und der RFID-Chip und die Antenne eingebettet ist, unter
Anwendung von Wirme und Druck fusioniert werden. Die Zuftthrung von derartig
vorbereiteten Bahnen aus Vliesstoff wird insbesondere deshalb bevorzugt, da der
schwierige Schritt der (mehrfachen) Beschichtung so vollstdndig getrennt wird von der
eigentlichen Herstellung der Mehrschichtstruktur mit integriertem RFID-Chip.

Dabei wird bevorzugtermassen so vorgegangen, dass eine erste Schicht frei von
Aussparungen zugeflihrt wird, mit einer zweiten Schicht mit Aussparungen verbunden
wird, dass in diese Aussparungen RFID-Chips eingelegt werden, die Antennen auf die
Fliche der zweiten Schicht aufgelegt werden und gegebenenfalls in. einem
Verbindungsprozess, insbesondere bevorzugt in einem Lotprozess, der RFID-Chip mit

der Antenne verbunden wird, dass eine dritte Schicht mit registrierten Aussparungen zur
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Aufnahme iiberstehender Bereiche des RFID-Chips verbunden wird und dass eine vierte

Schicht frei von Aussparungen zugefiihrt und mit der dritten Schicht verbunden wird.

Die Aussparung in der zweiten Schicht und die Aussparung in der dritten Schicht sind
vorzugsweise an die Bauform des Chips angepasst und umschliessen den Chip
mdglichst dicht, das heisst bevorzugtermassen formbiindig und unter Umsténden sogar
formschliissig. Die Aussparung der dritten Schicht ist somit im Allgemeinen etwas
kleiner als die Aussparung in der zweiten Schicht, da der Chip i.d.R. oben (mold
component) schmaler ist als unten (lead frame). Wéren beide Aussparungen gleich
gross, oder wire gar nur eine einzige Lage mit einer Aussparung vorhanden, in welche
der Chip eingepasst wird, wie aus dem Stand der Technik bekannt, wiirde der Chip in
einem an sich zu grossen Hohlraum sitzen, was sich negativ auf die Lebensdauer des

Umschlagsmaterials und insbesondere der Verbindung von Antenne zu Chip auswirkt.

Um am Ende tatsichlich einen fertigen Bogen zur Verwendung bei einem Reisepass zur
Verfligung zu stellen, wird anschliessend eine Papierschicht auf die vierte Schicht
aufgebracht und mit dieser verbunden, wobei es bevorzugtermassen méglich ist, die
vierte Schicht bereits als Verbund mit der Papierschicht aufzubringen (wobei dann fiir
diese Verbindung bevorzugt ein Kleber mit Losungsmittel verwendet wird), und zudem
wird von unten ein Umschlagmaterial mit der Unterseite der vier fusionierten Schichten
verbunden, wobei auf jeden Fall in einem abschliessenden Schritt (gegebenenfalls
zusidtzlich vor der Aufbringung des Umschlagmaterials) unter Anwendung von Druck
die Schichtstruktur derart komprimiert wird, dass die Hohlriume in der fertigen
Mehrschichtstruktur zu wenigstens 90% befiillt sind. Bei diesem Verbindungsschritt
erweist es sich als wesentlich, dass die Schichten bei Beginn nur zu ca. 70-85% gefiillt
sind, und zwischen den Schichten eingeschlossene Luftblasen durch die noch leicht

pordse Oberflichen der einzelnen Schichten unter Druck nach Aussen entweichen

ko6nnen. Bevorzugtermassen werden die einzelnen Schichten deshalb auch so

aufeinander gestapelt, dass nicht zwei mit Kleber versiegelte Oberflichen aufeinander

zu liegen kommen.

Wie bereits oben erldutert, kann es von Vorteil sein, wenn eine erhShte Flexibilitit in

einer bestimmten Richtung vorhanden ist. Insbesondere ist es bevorzugt, dass bei einem
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Reisepass die Biegeflexibilitit in einer Richtung senkrecht zur Kante des Riickens h6her
ist als parallel zur Kante des Riickens. Dies kann tiber die Verwendung von anisotropem
Vliesstoff eingestellt werden. So wird geméss einer weiteren bevorzugten
Ausfithrungsform wenigstens eine der Schichten, insbesondere bevorzugt die zweite
und die dritte Schicht als anisotroper Vliesstoff ausgebildet, und dieser anisotrope
Vliesstoff wird derart zugefiihrt, dass die bevorzugte Faserrichtung im wesentlichen
parallel zur Richtung des Scharniers des Umschlages angeordnet ist. In einer weiteren
bevorzugten Ausflihrungsform werden in Bereichen, in denen erhohte Flexibilitdt

gefordert wird, einzelne Vliesschichten ganz weggelassen.

Bevorzugtermassen ist das Verfahren weiterthin dadurch gekennzeichnet, dass die
einzelnen Schichten oder bereits verbundene Schichten von Rolle zugefiihrt werden, in
einem kontinuierlichen respektive getakteten Prozess verarbeitet werden, und dass
insbesondere bevorzugt die resultierende Mehrschichtstruktur entweder zu einem
Bogenformat zurecht geschnitten oder auf Rolle gesammelt wird. Die bisherigen
Verfahren nach dem Stand der Technik erlaubten nur eine Herstellung von Bogen zu

Bogen.
KURZE ERLAUTERUNG DER FIGUREN

Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Ausfiihrungsbeispielen im Zusammenhang

mit den Zeichnungen néher erldutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 a) einen schematischen Schnitt durch eine Mehrschichtstruktur mit integriertem
Chip und Antenne; b) eine alternative Darstellung einer solchen
Mehrschichtstruktur; ¢) einen Schnitt durch eine derartige Mehrschichtstruktur
in vergrosserter fotografischer Ansicht nach mehrfacher Knickbelastung;

Fig. 2 a)-c) einzelne Schritte eines moglichen Herstellungsverfahrens einer

Mehrschichtstruktur; und

Fig. 3 eine mogliche Anlage zur Herstellung einer derartigen Mehrschichtstruktur

respektive von Bogen als Umschlége fiir Passdokumente; und

Fig. 4 a) einen Ausschnitt des Aufbaus einer Mehrschichtstruktur mit integriertem Chip

und Antenne (Antenne aus Griinden der Ubersichtlichkeit weggelassen) vor der
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Verbindung der einzelnen Schichten;

b) einen Ausschnitt des Aufbaus einer Mehrschichtstruktur mit integriertem
Chip und Antenne (Antenne aus Griinden der Ubersichtlichkeit weggelassen)

nach der Verbindung (Lamination) der einzelnen Schichten.
WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG

Eines der wesentlichen Elemente ist das als Basis fiir die einzelnen Schichten
verwendete Material. Im Rahmen dieser Anmeldung wird von einem Vliesstoff
gesprochen. Darunter ist im Zusammenhang dieser Anmeldung folgendes zu verstehen:
Spricht man von einem Vlies, meint man allgemein einen Vliesstoff. Ein Vliesstoff ist
ein textiles Flachengebilde aus einzelnen Fasern. Im Gegensatz dazu werden Gewebe,

Gestricke und Gewirke aus Garnen hergestellt und Membranen aus Folien.

Ein Vliesstoff unterscheidet sich vom Papier uv.a. in der Linge der Fasern, welche dort
sehr viel kiirzer sind (typische Werte fiir Fasern bei Papier: 0.2 — 2 mm Lénge und bei
Vliesstoff: 4 mm - endlos). Ein weiterer in der Regel wesentlicher Unterschied
zwischen einem Vlesstoff und einem Papier ist das Fehlen von
Wasserstoffbriickenbindungen bei den Fasern von Vliesstoffen, die die‘Festigkeit des
Papieres ausmachen. Es sind auch unter anderem diese Wasserstoffbriicken, welche die
im Rahmen der vorliegenden Erfindung entscheidenden Unterschiede zur Verwendung
von Papier als Schichtmaterial ausmachen, sowie aber auch die Tatsache, dass im
Gegensatz zu Papieren Vliesstoffe (und g]eichermassen offenporige Schaumstoffe)

keine Fiillstoffe aufweisen, welche die Briichigkeit erhGhen.

Ein Vlies besteht aus lose zusammenliegenden Fasern, welche noch nicht miteinander
verbunden sind. Die Festigkeit eines Vlieses beruht nur auf der fasereigenen Haftung,
kann aber durch Avivagen und/oder Binder beeinflusst werden. Damit man das Vlies
verarbeiten und benutzen kann, muss es verfestigt werden, wofiir verschiedene
Methoden angewandt werden konnen. Erst ein verfestigtes Vlies ist als Vliesstoff zu
bezeichnen. Die Verfestigung kann beispielsweise durch Verfilzen, beispielsweise mit
Hilfe von Nadelwalzen erfolgen oder/und durch Behandlung mit geeigneten

Bindemitteln.
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Vliesstoffe sind wesentlich verschieden von Geweben, Gestricken und Gewirken, die
sich durch vom Herstellverfahren bestimmte Legung der einzelnen Fasern oder Faden
auszeichnen. Vliesstoffe bestehen dagegen aus Fasern, deren Lage sich nur mit den
Methoden der Statistik beschreiben ldsst. Die Fasern liegen wirr im Vliesstoff
zueinander. Die englische Bezeichnung nonwoven (nicht gewebt) grenzt sie eindeutig
ab von Geweben, Gestricken etc.. Vliesstoffe werden unter anderem nach dem Polymer,
dem Bindungsverfahren, der Faserart (Stapel- oder Endlosfasern), der Faserfeinheit und
der Faserorientierung unterschieden. Die Fasern kénnen dabei definiert in einer
Vorzugsrichtung abgelegt werden (anisotropeé Vlies) oder génzlich stochastisch

orientiert sein wie beim Wirrlagen-Vliesstoff.

Wenn die Fasern keine Vorzugsrichtung in ihrer Ausrichtung (Orientierung) haben,
spricht man von einem isotropen Vliesstoff. Sind die Fasern in einer Richtung héufiger

angeordnet als in der anderen Richtung, dann spricht man von Anisotropie.
Vliesstoffe unterscheiden sich u.a. durch:

e Faserarten und deren Ursprung, wobei im vorliegenden Fall chemische Fasern
von Belang sind, diese konnen aus natiirlichen Polymeren bestehen,
bevorzugtermassen aber aus synthetischen Polymeren wie zum Beispiel
Polyamid (PA 66 - Markenbezeichnung Nylon; PA 6 - Markenbezeichnung
Perlon), Polyester (PET -  Polyethylenterephthalat; PBT -
Polybutylenterephthalat), PVC (Polyvinylchlorid), PP (Polypropylen), PE

(Polyethylen), sowie Fasermischungen.

e Spinnverfahren zur Fasergewinnung, kdnnen trocken oder nass durchgefiihrt

werden,

o Verfestigungsverfahren (Bonding), kénnen mechanische Verfahren sein (durch
Vernadelung oder durch Wasserstrahlverfestigung), chemische Verfahren (durch
die Zugabe von Bindemitteln) oder thermische Verfahren (durch das Erweichen
in einem geeigneten Gasstrom, zwischen beheizten Walzen oder auch in einem

Dampfstrom).

Mogliche Produkte zur Verwendung im vorliegenden Zusammenhang sind
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beispielsweise unter dem Namen Viledon® von der Firma Freudenberg Vliesstoffe KG,
Weinheim, Deutschland erhéltlich.

Ebenfalls wesentlich als Element ist der offenzellige Schaumstoff als Alternative oder
Erginzung zum oben genannten Vliesstoff. Darunter ist ein flexibler, d.h. leicht
biegbarer Schaumstoff auf Kunststoffbasis zu verstehen, welcher wenigstens zu einer
der Oberflichen offenporig ausgebildet ist, und entsprechend mit einem Polymer, einem
Oligomer respektive generell dem Kleber gefiillt werden kann. Als Material fiir einen
solchen Schaumstoff kommen die oben im Zusammenhang mit dem Vliesstoff
genannten Polymere in Frage, es kbnnen aber auch andere Polymere zu einem
derartigen offenzelligen Schaumstoff verarbeitet und im Rahmen der vorliegenden

Erfindung verwendet werden.

Weitethin wesentlich im vorliegenden Kontext ist der so genannte flexible
thermoplastische Kleber. Darunter ist insbesondere bevorzugt ein Kunststoff zu
verstehen, welcher im fliissigen oder in Wasser geldsten oder dispergierten Zustand
(einschliesslich wissrige Emulsion) verarbeitet werden kann, und entsprechend
beispielsweise in die Hohlrume des Vliesstoffes, gegebenenfalls in mehreren Schritten,
unter Zuhilfenahme eines moglichst druckfreien Auftragsverfahrens (beispielsweise
Walzenaufirag, Diisenaufirag, Sprithaufirag, Schleier/Vorhang, bevorzugt wird der im
wesentlichen druckfreie Walzenauftrag, wobei zunéchst mit einem Rakel eine definierte
Schicht auf die Walze aufgetragen wird und anschliessend diese Schicht durch ein
Abrollen der Walze auf der Bahn aus Vliesstoff auf diese libertragen wird) eingefiillt
werden kann, ohne dass dabei der Vliesstoff zusammengepresst und dadurch die
Hohlrdume verloren gehen. Zudem handelt es sich beim Kleber um eine Substanz,
welche bevorzugtermassen 16sungsmittelfrei ist (bevorzugt ein Kleber mit Wasser als
Losungsmittel respektive Dispersionsmittel) und unter der Einwirkung von Wirme
(auch elektromagnetische Strahlung odér Druck méglich) nur teilweise aushértet. Unter
Aushértung ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass das Wasser (oder ein
anderes Vehikel) als Trigermedium entzogen wird und der thermoplastische Kleber als
Feststoff zuriickbleibt. Eine chemische Vernetzung ist nicht notwendigerweise Teil der

Aushirtung. Dies bedeutet, dass der Kleber zwar die stoffschliissigen Verbindungen
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zwischen einzelnen Schichten gewdhrleistet und als Fiillstoff wirkt, auf der anderen
Seite aber nicht vollstindig aushértet und somit beim Endprodukt eine geniigende
Flexibilitit zuldsst. Mogliche Produkte sind beispielsweise auf Basis von Polyacrylat
und/oder Polyurethan z.B. als wissrige Losung oder wissrige Dispersion verfligbar, sie
werden typischerweise bei Raumtemperatur aufgetragen, kénnen bei einer Temperatur
im Bereich von 20 - 130 Grad Celsius nach dem Einfiillen in den Vliesstoff zum
stoffschliissigen Verbinden fusioniert werden, und konnen unter Anwendung einer
Temperatur im Bereich von 50 - 150 Grad Celsius und einem Druck im Bereich von 5-
10 Tonnen (bei einer Druckfldche von ca. A4) im wesentlichen vollstindig abgebunden

werden.

Figur 1 zeigt nun eine Mehrschichtstruktur 1, wie sie als Einband fiir einen Reisepass
verwendet werden kann. Die beim Reisepass nach aussen gerichtete dusserste Schicht
wird dabei durch eine Schicht aus Umschlagmaterial 2 gebildet. Dieses
Umschlagmaterial oder Hiillenmaterial kann beispielsweise das in Fachkreisen bekannte
Material Skivertex Secura sein, mit einer Dicke von 300-370 pm. Anschliessend folgt
eine durchgéingige Schicht aus Vliesstoff, welche als obere diinne Vliesschicht 3
bezeichnet wird. Diese Schicht (wie auch die anderen Schichten 4-6) ist mit Kleber zu
wenigstens 90% gefiillt und weist eine urspriingliche Dicke von 110 pm auf.
Anschliessend folgt eine obere dicke Vliesschicht 4, mit einer urspriinglichen Dicke von
240 pm. Diese obere dicke Vliesschicht 4 verfiigt {iber eine Aussparung 11, welche der
Grisse eines ersten Bereiches des in der Mehrschichtstruktur integrierten RFID-Chip 10
im wesentlichen entspricht. Anschliessend folgt eine untere dicke Vliesschicht 5,
welche die gleiche urspriingliche Dicke aufweist wie die obere dicke Vliesschicht 4.
Auch diese untere dicke Vliesschicht 5 verfligt iiber eine Aussparung 12, welche
registriert zur genannten Aussparung 11 in der oberen Vliesschicht 4 angeordnet ist und
welche das restliche Volumen des Chips 10 aufnimmt. Zwischen der oberen dicken
Vliesschicht 4 und der unteren dicken Vliesschicht 5 sind die einzelnen Leiter der
mehrfach gewickelten Antenne 8 angeordnet. Die Antenne 8 ist mit dem
entsprechenden Anschlusskontakt des Chip iiber eine elektrische Verbindung
verbunden. Diese  elektrische Verbindung kann  entweder iiber ein

Thermokompressionsschweissen, oder eine Lotstelle gewahrleistet werden, es kann sich
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dabei aber auch um einen Crimp-Kontakt handeln.

Unten folgt eine weitere untere diinne Vliesschicht 6, welche die gleiche urspriingliche
Dicke aufweist wie die obere diinne Vliesschicht 3. Die Innenseite des resultierenden
Covers wird gebildet durch eine zusétzliche Papierschicht 7, welche normalerweise
circa 60pm dick (35 g/m®) ausgestaltet ist, und bei welcher darauf geachtet wird, dass
der Klebstoff hochstens liber circa 20um eindringt und die freiliegende Seiten
entsprechend in ihrem Aufnahmeverhalten fiir Weissleim, Druckfarben oder &hnliches
nicht wesentlich beeinflusst wird, das heisst, dass diese innere Papierschicht 7 direkt
weiterverarbeitet werden kann, z.B. indem ein Vorsatzpapier aufgeklebt wird. Diese
innere Papierschicht 7 wird ndmlich hauptsichlich vorgesehen, da tiblicherweise bei der
Herstellung eines Reisepasses so vorgegangen wird, dass ein so genanntes
Vorsatzpapier mit den eigentlichen Seiten des Passes zu einem Booklet
zusammengendht wird. Anschliessend wird dieses Vorsatzpapier mit einem Weissleim
auf das Cover, d.h. die Mehrschichtstuktur, aufgeklebt. Da die chemische Natur der hier
vorgeschlagenen Vliesschichten mit einem Kleben mit Weissleim im wesentlichen nicht
geniigend kompatibel ist, wird entsprechend die innere Papierschicht 7 als Anbindung

fiir das Vorsatzpapier vorgesehen.

Eine weitere Verbesserung ist tibrigens moglich, indem dem Drucker respektive dem
Hersteller des Reisepasses eine Struktur zur Verfiigung gestellt wird, welche nur die
Schichten 2-6 (vergleiche Figur 1a) aufweist. Verwendet nun der Hersteller des
Reisepasses ein Vorsatzpapier, welches bereits auf der Aussenseite mit einem Kleber im
Sinne der vorliegenden Erfindung vorbeschichtet ist, kann anschliessend nach dem
Erstellen des Booklets dieses in einem reinen Heisspress-Vorgang mit dem Cover
verbunden werden. So wird vollstindig auf die Verwendung von Weissleim verzichtet

und es entsteht ein weiter verbesserter Verbund.

Wihrend bei den Produkten nach dem Stand der Technik in der Regel also ein
Vorsatzpapier bei der Herstellung des Passes erforderlich ist und beim Bedrucken und
Binden des Passes separat zugefiihrt und mit eigens zugefiihrtem Weissleim verklebt
werden muss, um die Innenseite des Einbandes zu stellen, ist dies in diesem Fall nicht

notig, da die Papierschicht 7 dann das Vorsatzpapier ist und mit dem perfekt
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angepassten Kleber bereits vorbereitet ist und diese Funktion direkt ibernehmen kann.

Bevorzugtermassen handelt es sich bei der Papierschicht 7 generell um ein
Sicherheitspapier, das heisst um ein Papier, wie es beispielsweise aus dem Bereich der
Banknotenherstellung bekannt ist. Somit kann dieses Papier 7 Sicherheitsmerkmale
aufweisen wie beispielsweise Melierfasern, Sicherheitsstreifen, gegebenenfalls im so
genannten Windows-Verfahren eingebrachte = Sicherheitsstreifen, fluoreszierende
Sicherheitsmerkmale, welche gegebenenfalls polarisierend absorbieren oder emittieren,

Planchetten, etc.

Figur 1 ¢) zeigt einen Schnitt durch ein derartiges Substrat, wobei die Probe bereits
einer Vielzahl von Knickungen unterzogen worden ist. Aus Figur 1 ¢) wird ersichtlich,
dass das Substrat dabei weder innere Briiche erlitten hat, noch zwischen den einzelnen

Schichten delaminiert.

Da alle Verbindungen mit speziellem 18sungsmittelfreiem Klebstoff auf wissriger Basis
erfolgen und die Schichten mit dem gleichen Klebstoff beschichtet werden, entsteht
beim Fusionieren des gesamten Paketes eine homogene Verbindung. Einzig die
Verbindung zwischen der Papierschicht und der Schicht 6 wird vorzugsweise unter

Verwendung eines 16sungsmittelhaltigen Klebstoffes erzeugt.
e Beim Biegen delaminiert der e-Passport Cover nicht.

e Der e-Passport Cover ist modulartig aufgebaut und kann beliebig modifiziert

und neuen Anforderungen angepasst werden.

Der Produktionsprozess kann im Gegensatz zu bisher rotativ von Rolle zu Rolle zu
Bogen erfolgen, das bedeutet eine kontinuierliche Fertigung mit all ihren Vorteilen, d.h.

Kostenvorteile in der Produktion und Qualitét.

In jenem Bereich, wo der Riicken des Passes angeordnet sein wird, das heisst wo der
Einband aus der Mehrschichtstruktur geknickt werden wird, ist es moglich und von
Vorteil, gewisse der Schichten zu unterbrechen. Vorteilhafter Weise werden
beispielsweise die Schichten 4 und/oder 5 im Knickbereich des Passes unterbrochen,

was eine Erhohung der moglichen Flachlage des geschlossenen Passes nach sich zieht.

In Figur 2 wird schematisch ein mogliches Herstellungsverfahren fiir eine derartige
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Mehrschichtstruktur dargestellt. Zunichst wird die untere diinne Vliesschicht 6, welche
vollflichig ist und keine Aussparungen aufweist, zugefithrt. Die Vliesschicht 6 ist dabei
nach unten versiegelt, das heisst sie kann nur von oben mit Kleber gefiillt werden. Diese
Schicht wird nun in zwei nacheinander geschalteten Auftragungsschritten sukzessive

mit fliissigem thermoplastischem Kleber zu 80% volumenmdssig gefillt.

Anschliessend wird die untere dicke Vliesschicht 5, welche ebenfalls an ihrer Unterseite
versiegelt ist, zugefithrt, wobei zun#chst die auf die Grosse und Position des Chip
angepassten Aussparungen 12 ausgestanzt oder ausgelasert werden, und anschliessend
die beiden Schichten 5 und 6 in innigen Kontakt gebracht werden. Die beiden Schichten
werden unter Anwendung von Wirme und Druck geheftet oder sogar vor-fusioniert,

typischerweise bei einer Temperatur von ca. 100 Grad Celsius.

Anschliessend wird in einer Bestiickungsstation zunéchst der Chip 10 in die Aussparung
12 eingelegt, anschliessend die Leiter der Antenne 8 aufgelegt und die elektrische
Verbindung 9 zwischen dem Chip 10 und der Antenne 8 wird hergestellt. Anschliessend
wird auch die Schicht 5 von oben mit Kleber gefiillt (dieser Schritt kann generell

jeweils auch ganz oder teilweise vor der Bestiickung erfolgen).

Anschliessend wird die weitere Schicht 4 zugefiihrt, in Kontakt mit der Oberfliche der
unteren dicken Vliesschicht 5 gebracht und mit dieser unter Anwendung von Wirme
und/oder Druck stoffschliissig geheftet oder verbunden. Die obere dicke Vliesschicht 4
wird vor dem Zufithren in einer Stanzstation unter Bildung der Aussparungen 11
gestanzt und die Bahn der Vliesschicht 4 wird so zugefiihrt, dass diese Aussparungen 11
registriert zur Position des Chip sind.

In einem letzten Schritt wird dann nach dem Befiillen der oberen dicken Vliesschicht 4
mit Kleber auf der einen Seite die durchgingige obere diinne Vliesschicht 3 aufgebracht
und stoffschliissig mit der Schicht 4 geheftet oder verbunden, und zu guter letzt
zuoberst die Schicht aus Umschlagmaterial 2, nachdem die Vliesschicht 3 mit Kleber zu
80% gefiillt ist, aufgebracht und stoffschliissig verbunden. Auf der anderen Seite wird

die diinne Papierlage 7 auf die untere diinne Vliesschicht 6 aufgebracht.

In Figur 3 ist eine mogliche Anordnung von einzelnen Bearbeitungsstationen zur
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Durchfiihrung eines Herstellungsverfahrens schematisch dargestellt. Das Verfahren
wird dabei in einer anderen Reihenfolge durchgefiihrt, als dies in Figur 2 dargestellt ist.
Zudem wird hier bereits- vorgefertigtes Bahnmaterial (Halbzeug) aus Vliesstoff
verwendet, das heisst es wird Vliesstoff verwendet, welcher bereits mit Kleber zu 70-
85% gefiillt ist und getrocknet ist und auf einem versiegelten Papier vorgelegt wird.
Hier wird ab einer Rolle 13 zunichst die obere diinne Vliesschicht 3 vorgelegt und mit
der oberen dicken Vliesschicht 4, welche ab Rolle 14 zugefiihrt wird, verbunden. Dazu
wird zunichst die Vliesschicht 4 in der Station 18 gestanzt (Aussparung 11) und das
versiegelte Papier auf die Rolle 15 abgefiihrt. Unter Einwirkung von Wirme wird in der
Fixierung 19 eine Heft-Verbindung zwischen den Lagen 3 und 4 hergestellt. Dabei
werden die beiden Bahnen 3 und 4 aus Vliesstoff zwischen zwei Platten, auf welchen
Nadeln angeordnet sind, in getakteter Weise geheftet. Zwischen den Platten liegt dabei
im wesentlichen kein flichiger Druck an, sondern die Verbindung geschieht im
wesentlichen nur durch die Einwirkung der auf einer Temperatur von circa 200°C
gehaltenen Nadeln, welche in den Vliesstoff eindringen und die beiden Bahnen
gewissermassen heften. In der Bestiickungsstation 20 wird dann der Chip gesetzt, der
Draht der Antenne gelegt und die Verbindungen werden geldtet. In einer néchsten
Station 24 wird dann die untere dicke Vliesschicht 5, nachdem sie ebenfalls in der
Einheit 21 gestanzt wurde und das Trigerpapier abgefiihit wurde, mit diesem
Schichtverbund in der Fixierung 26 geheftet, analog zur bereits beschriebenen Fixierung
19. Anschliessend folgt die Verbindung mit der unteren diinnen Vliesschicht 6, wobei
diese direkt in einem vorgefertigten Verbund mit der Papierschicht 7 von einer Rolle 23
zugefithrt wird. Der resultierende Schichtverbund wird anschliessend in der Einheit 27
fusioniert, kalibriert und in der Einheit 28 gekithlt. Das Fusionieren geschieht dabei bei

einer Temperatur von 130-140°C bei einem Druck (bei einer Fliche von circa A4) von

'8 bis 9 t und jeweils wihrend einer Zeit von vier bis 5 Sekunden. Anschliessend wird

das Trigerpapier, welches als Triger zusammen mit der oberen diinnen Vliesschicht 3
gefiihrt worden war, nach unten iiber die Rolle 31 abgefihrt. Im letzten
Verbindungsschritt wird von unten die Schicht aus Umschlagmaterial 2 zugefiihrt ab
Rolle 32, in der Einheit 27 fusioniert (im wesentlichen gleiche Bedingungen wie in der
Einheit 27) und in der Einheit 28 gekiihlt. In diesen letzten beiden Einheiten 27 und 28
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werden Bedingungen eingestellt, welche dazu ﬁihrén, dass im Endprodukt héchstens
noch 10% Luft eingeschlossen sind, normalerweise hochstens 5%. Mit anderen Worten
wird hier auf die endgiiltige Dicke gepresst respektive fusioniert. Zudem wird hier eine
Temperatur angelegt, dass der Kleber iiber ein Anlegen zusdtzlicher Wirme im
wesentlichen nicht weiter aktiviert werden kann. Der Kleber wird also im wesentlichen
abschliessend ausgehirtet, da der Kleber aber so ausgelegt ist, dass er auch danach noch

flexibel ist, fithrt dies nicht zu einem starren Verbund.

Anschliessend folgt eine elektronische Priifung in der Einheit 30 (Antennen- und RFID-
Pritfung) und zu guter letzt wird in der Einheit 29 auf das Format (typischerweise ein

Bogen mit Riicken respektive Cover fiir zwei Pésse) zugeschnitten.

Der vorgefertigte Verbund der diinnen Vliesschicht 6 mit der Papierschicht 7 wird
iibrigens  vorgéingig hergestellt, indem die Papierschicht 7 mit einem
16sungsmittelhaltigen thermoplastischen Kleber in einem Walzenauftrag beschichtet
wird, diese Schicht getrocknet wird, anschliessend in einem warmen Kalander erwirmt
wird und dann mit der Bahn aus Vliesstoff kontaktiert wird. Anschliessend wird von der
anderen Seite der Vliesstoff in einem weiteren Schritt zu wenigstens 80% mit Kleber
gefiillt und getrocknet. Dabei wird darauf geachtet, dass die dem Vlies abgewandte
Oberseite der Papierschicht 7 ihre offenporige Struktur nicht verliert.

In Figur 4 a) ist in einem Ausschnitt der Aufbau der Mehrschichtstruktur mit
integriertem Chip und Antenne (Antenne aus Griinden der Ubersichtlichkeit
weggelassen) vor der Verbindung der einzelnen Schichten dargestellt. In diesem Fall
besteht der Chip 10 aus einem so genannten Lead Frame 36 und einem Mold
Compound 35. Die Ausschnitte in den Schichten 4 und 5 tragen der unterschiedlichen
Querschnittsfliche dieser beiden Elemente durch entsprechend angepasste Stanzungen

unterschiedlicher Grdsse Rechnung.

In Figur 4 a) ist zudem ein (in dieser Figur zur besseren Erkennbarkeit {iberdimensional
ausgestalteter) Zwischenraum 37 (Liicke) zwischen dem Chip und den diesen
umgebenden Schichten 4-6 dargestellt. Dieser Zwischenraum 37 wird im
Herstellungsprozess so klein wie moglich eingestellt. Mit anderen Worten wird eine

moglichst grosse Formbiindigkeit zwischen dem Chip und den diesen umgebenden
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Schichten eingestellt.

Die Liicke 37 verschwindet vollstindig beim Fusionieren, das heisst wenn die in Figur 4
a) dargesteliten Schichten 3-6, welche dann noch eine Befiillung mit Kleber im Bereich
von 70-85% aufweisen und entsprechend einen erheblichen Anteil an eingeschlossener
Luft aufweisen, unter Anwendung von Wirme und/oder Druck verpresst werden, was
dazu fithrt, dass nach der Fusionierung in den Schichten 3-6 ein Kleberanteil im Bereich
von wenigstens 90%, bevorzugt wenigstens 95% vorliegt. Das Resultat dieser
Fusionierung ist in Figur 4 b) dargestellt, der Chip ist nun vollstindig und ohne jegliche

Liicke unter direkter Angrenzung der Vliesmaterialien der Schichten 3-6 umschlossen.

Bei der Fusionierung kann der Chip wenigstens teilweise in gewisse Schichten
einsinken, wie dies in Figur 4 b) bei der Schicht 3 erkennbar ist. Der Chip ist auf jeden
Fall so optimal eingebettet.

Die hier dargestellten Ausfiihrungsbeispiele dienen der Illustration der Erfindung und
zur Dokumentation, dass die erfindungsgemissen Strukturen hergestellt werden kdnnen.
Sie sollen nicht dazu hinzugezogen werden, den Schutzbereich, wie er in den

angehiingten Anspriichen definiert ist, einschrinkend auszulegen.

BEZUGSZEICHENLISTE

flexible Mehrschichtstruktur, Passdeckel
Umschlagmaterial

obere diinne Vliesschicht

obere dicke Vliesschicht

untere dicke Vliesschicht

untere diinne Vliesschicht

Papierschicht

Antenne

elektrische Verbindung zwischen Antenne und RFID-Chip
RFID-Chip

Aussparung in 4

bt ead
—_— O
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Aussparung in 5

Abrollung von 3

Abrollung von 4

Aufrollung von Trégerpapier von 4

Ab- und Aufrollstation

Station zum Verbinden von 3 und 4 und Chip einsetzen
Stanzstation

Fixierung

Chip setzen, Draht legen, Verbindungen I6ten
Stanzstation

Abrollung von 5

Abrollung von Verbund 6 und 7

Station zum Schlussaufbau der Mehrschichtstruktur
Station zum Fertigstellen der Mehrschichtstruktur und Endkontrolle
Fixierung

Fusionieren

Kiihlen

Formatstanzen

elektronische Priifung

Aufrollung Trigerpapier

Abrollung von 2

Klebstoff auf Papierschicht

Klebstoff auf Umschlagmaterial

Mold

Lead Frame

Liicke
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PATENTANSPRUCHE

Flexible Mehrschichtstruktur (1) mit RFID-Chip (10) und Antenne (8), wobei
RFID-Chip (10) und Antenne (8) derart in die Mehrschichtstruktur (1) integriert

sind, dass sie nicht auftragen,
dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine der Schichten (3-6) aus einem Vliesstoff oder einem
offenzelligen Schaumstoff besteht, dessen Hohlrdume mit einem flexiblen

thermoplastischen Kleber im wesentlichen befiillt sind.

Mehrschichtstruktur (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hohlriume zu wenigstens 90% befiillt sind, insbesondere bevorzugt zu

wenigstens 95%.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass sémtliche den RFID-Chip (10) und die Antenne (8)
umgebenden Schichten (3-6) aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen
Schaumstoff bestehen, dessen Hohlriume mit einem flexiblen Kleber im

wesentlichen befiillt sind.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fasern des Vliesstoffes respektive der Grundstoff des
Schaumstoffes aus einem Kunststoff gebildet werden, bevorzugt aus einem

Polymer, insbesondere bevorzugt auf Basis von Polyester und/oder Polyacrylat.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fasern des Vliesstoffes eine Linge von mehr als 4 mm,
bevorzugt von mehr als 10 mm aufweisen, wobei es sich insbesondere bevorzugt

um ein so genanntes Spinnvlies handelt.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Schichten (3-6) aus einem anisotropen
Vliesstoff besteht.

PCT/CH2007/000250
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Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens vier Schichten aus einem Vliesstoff vorhanden
sind, deren Hohlriume mit einem flexiblen Kleber im wesentlichen befiillt sind,
wobei eine obere erste Vliesschicht (3) angeordnet ist, welche frei von
Aussparungen ist, eine obere zweite Vliesschicht (4) angeordnet ist, welche eine
Aussparung (11) aufweist, in welcher ein erster Teilbereich des RFID-Chips (10)
angeordnet ist, eine untere erste Vliesschicht (5) angeordnet ist, welche eine
Aussparung (12) aufweist, in welcher der restliche Teilbereich des RFID-Chips
(10) angeordnet ist, sowie eine untere zweite Vliesschicht (6) aufweist, welche
frei von Aussparungen ist, wobei die Vliesschichten (3-6) simtlich mit dem
gleichen flexiblen Kleber befiillt und iiber diesen stoffschliissig miteinander

verbunden sind.

Mehrschichtstruktur (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
oberhalb der oberen ersten Vliesschicht (3) ein Umschlagmaterial (2) angeordnet
ist, welches mit der oberen ersten Vliesschicht (3) stoffschliissig verbunden ist,
wobei es sich beim Umschlagmaterial (2) bevorzugt um ein Kunststoffmaterial
handelt, welches an der oberen Oberfliche versiegelt ist und/oder eine
Lederimitation darstellt und wobei das Umschlagmaterial (2) insbesondere

bevorzugt eine Dicke im Bereich von 200-450 Mikrometer aufweist.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der Anspriiche 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass unterhalb der unteren zweiten Vliesschicht (6) eine
Papierschicht (7) angeordnet ist, welche mit der unteren zweiten Vliesschicht (6)
stoffschliissig verbunden ist, und welche bevorzugt eine nach unten offenporige
Struktur aufweist, wobei die Papierschicht bevorzugtermassen eine Dicke im
Bereich von 40-70 pm aufweist bei einem urspriinglichen Flichengewicht von
15-70 g/m?, insbesondere bevorzugt von 20-40 g/m?, wobei diese Papierschicht
bevorzugtermassen wenigstens ein Sicherheitsmerkmal aufweist und/oder

eingeférbt respektive bedruckt ist.

" Mehrschichtstruktur (1) nach einem der Anspriiche 7-9, dadurch gekennzeichnet,

dass die obere erste Vliesschicht (3) und/oder die untere zweite Vliesschicht (6)

PCT/CH2007/000250
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eine urspriingliche Dicke im Bereich von 60 - 150 Mikrometer, insbesondere
bevorzugt im Bereich von 90-125 pm aufweist, bevorzugtermassen bei einem
urspriinglichen unbefiillten Flachengewicht im Bereich von 8 - 40 g/m?,
insbesondere bevorzugt im Bereich von 15 - 25 g/m?, respektive
bevorzugtermassen bei einem urspriinglichen zu 70-85% mit Kleber befiillten

Flachengewicht im Bereich von 50 - 90 g/m’.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der Anspriiche 7-10, dadurch
gekennzeichnet, dass die obere zweite Vliesschicht (4) und/oder die untere erste
Vliesschicht (5) eine urspriingliche Dicke im Bereich von 150 - 350 Mikrometer,
insbesondere bevorzugt im Bereich wvon 200-300 pm aufweist,
bevorzugtermassen bei einem urspriinglichen unbefiillten Flichengewicht im
Bereich von 20 - 60 g/mz, insbesondere bevorzugt im Bereich von 30 - 50 g/mz,
respektive bevorzugtermassen bei einem urspriinglichen zu 70-85% mit Kleber
befiillten Flichengewicht im Bereich von 80 - 150 g/m?.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich beim Kleber um einen aktivierbaren Kleber,
bevorzugt um einen losungsmittelfreien aktivierbaren, Kleber insbesondere
bevorzugt um einen wirmeaktivierbaren 16sungsmittelfreien Kleber handelt,
welcher nicht vollstindig aushértet, wobei es sich insbesondere bevorzugt um

einen Polyurethan- und/oder Polyacrylat-Kleber auf wéssriger Basis handelt.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Vliesstoff aus Fasern ausgewihit aus der Gruppe
folgender Kunststoffe besteht: PE, PP, PET, PA, PBT, PVC oder Mischungen
solcher Fasern, insbesondere bevorzugt aus Fasern auf Basis von Polyester

und/oder Polyacrylat.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen der oberen ersten (3) und oberen zweiten (4)
Vliesschicht und/oder zwischen der oberen ersten Vliesschicht (3) und einem
Umschlagmaterial (2) zusétzlich eine Sperrschicht fiir elektromagnetische
Strahlung gelegt oder eine dieser Schichten als derartige Sperrschicht

PCT/CH2007/000250
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ausgestaltet ist, wobei insbesondere bevorzugt zu diesem Zweck ein Material
ausgewihlt aus der folgenden Liste verwendet wird: Metallfolie, Metallgewebe,
Metallvlies, mit einer leitfihigen Struktur bedrucktes/bedampftes Papier, Vlies
oder Gewirk/Gewebe, Vlies oder Gewirk/Gewebe mit Anteil an metallischen
Féaden/Fasern.

Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Schichten (3-7) oder deren
Bestandteile eingefirbt und/oder bedruckt ist und/oder der thermoplastische
Kleber in wenigstens einer der Schichten (3-7) eingefdrbt ist, wobei
bevorzugtermassen unterschiedliche Schichten respektive in unterschiedlichen

Schichten befindlicher Kleber mit verschiedenen Farben eingeférbt ist.

Verwendung einer Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche zur Herstellung eines Umschlags und/oder einer eingebundenen

Einlageseite fiir ein Buch, oder einen Reisepass.

Reisepass mit einem Umschlag, einer Visumetikette oder einer Einlageseite aus
einer Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1-15
oder Karte aus einer Mehrschichtstruktur (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche 1-15.

Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtstruktur (1) nach einem der
Anspriiche 1-15, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Schichten
(3-6) aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff in
entspanntem, ungepresstem Zustand zugefiihrt wird, dessen Hohlrdume mit dem
Kleber im fliissigen Zustand zu 70-85 % des Volumens gefiillt werden, und dass
bei der Verbindung mit weiteren Schichten (2-7) und/oder in einem
abschliessenden Fusionsprozess der gefiillte Vliesstoff respektive offenzellige
Schaumstoff derart gepresst und gegebenenfalls mit Warme behandelt wifd, dass
die Hohlrdume in der fertigen Mehrschichtstruktur zu wenigstens 90% befiillt

sind.

Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine

PCT/CH2007/000250
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Schicht (3-6) aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen Schaumstoff auf
ihrer einen Oberfliche wenigstens teilweise versiegelt ist und auf ihrer
gegeniiberliegenden Oberfliche offenporig ausgebildet "ist, und dass die
wenigstens eine Schicht (3-6) mit der offenporigen Oberfliche nach oben
zugefiihrt wird und durch diese mit Kleber befiillt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Schicht (3-6) aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen
Schaumstoff in wenigstens zwei Schritten, bevorzugt bei einer urspriinglichen

Dicke von mehr als 150 pum in weni~gstens drei Schritten mit Kleber befiillt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 18 -20, dadurch gekennzeichnet, dass
zundchst eine Bahn aus Papier, bevorzugt eine Bahn aus silikonisiertem Papier,
zugefithrt und mit einer Schicht aus Kleber beschichtet wird, bevorzugt iiber
einen Rollenauftrag, dass diese Kleberschicht getrocknet wird, dieses mit der
Kleberschicht beschichtete Papier aufgewidrmt und mit einer unbearbeiteten
Bahn aus Vliesstoff ggf. unter Anwendung von Druck und/oder Temperatur in
Kontakt gebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Vliesstoff von
der dem Papier abgewandten Seite in einem oder gegebenenfalls mehreren
Schritten sukzessive mit Kleber auf 70 — 85% befiillt wird, wobei nach jedem
dieser Schritte die Bahn aus Vliesstoff getrocknet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 17-22, dadurch gekennzeichnet, dass
insgesamt wenigstens zwei, bevorzugt wenigstens drei, insbesondere bevorzugt
wenigstens vier Schichten (3-6) aus einem Vliesstoff oder einem offenzelligen
Schaumstoff zugefiihrt werden, wobei die einzelnen Schichten nacheinander
miteinander verbunden werden, indem zunichst eine erste unten liegende und
nach unten versiegelte Schicht (6) zugefiihrt und mit Kleber zu 70-85% befullt
wird, indem anschliessend eine zweite nach unten versiegelte Schicht (5)
zugefiihrt und mit ihrer Unterseite mit der Oberseite der ersten Schicht (6) in
Kontakt gebracht wird, und indem anschliessend unter Anwendung von Wérme

und/oder Druck eine wenigstens bereichsweise und/oder punktweise
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stoffschliissige Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Schicht erzeugt
wird, und so fort, wobei bevorzugt in einem abschliessenden Schritt unter
Anwendung von Druck, insbesondere bevorzugt zwischen zwei Rollen, die
Schichtstruktur derart komprimiert wird, dass die Hohlriume in der fertigen
Mehrschichtstruktur zu wenigstens 90% befiillt sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 17-22, dadurch gekennzeichnet, dass nach
einem der Anspriiche 21 — 22 vorgefertigte Bahnen von Vliesstoff zugefiihrt und
ggf. erst kurz vor der Zusammenfithrung mit weiteren Bahnen aus Vliesstoff von
dem Papier getrennt werden, dass diese Bahnen zunichst nur punktweise,
bevorzugt unter Zuhilfenahme von heissen Nadeln, miteinander verbunden
werden, und dass erst wenn die Vliesstoff-Schichten aufeinander liegen und der
RFID-Chip und die Antenne eingebettet sind, die Mehrschichtstruktur unter

Anwendung von Wéarme und Druck fusioniert wird.

Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste
Schicht (3) frei von Aussparungen zugefiihrt wird, mit einer zweiten Schicht (4)
mit Aussparungen (11) verbunden wird, dass in diese Aussparungen (11) RFID-
Chips (10) eingelegt werden, die Antennen (8) auf die Fliche der zweiten
Schicht (4) aufgelegt werden und gegebenenfalls in einem Verbindungsprozess,
insbesondere bevorzugt in einem Thermokompressionsschweissen oder einem
Létprozess, der RFID-Chip (10) mit der Antenne (8) verbunden wird, dass eine
dritte Schicht (5) mit registrierten Aussparungen (12) zur Aufnahme
iiberstehender Bereiche des RFID-Chips (10) verbunden wird und dass eine
vierte Schicht (6) frei von Aussparungen zugefiihrt und mit der dritten Schicht

(5) verbunden wird.

Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass anschliessend eine
Papierschicht (7) auf die vierte Schicht (6) aufgebracht und mit dieser verbunden
wird, wobei es bevorzugtermassen mdglich ist, die vierte Schicht (6) bereits als
Verbund mit der Papierschicht (7) aufzubringen, und dass von unten ein
Umschlagmaterial (2) mit der Unterseite der ersten Schicht (3) verbunden wird,

und dass in einem abschliessenden Schritt unter Anwendung von Druck die
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Schichtstruktur derart komprimiert wird, dass die Hohlrdume in der fertigen

Mehrschichtstruktur zu wenigstens 90% befiillt sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 18-26 zur Herstellung eines Umschlags
oder einer Einlageseite fiir einen Reisepass, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine der Schichten (3-6), insbesondere bevorzugt die zweite (4) und
die dritte (5) Schicht als anisotroper Vliesstoff ausgebildet ist, und dass dieser
anisotrope Vliesstoff derart zugefiithrt wird, dass die bevorzugte Faserrichtung
im wesentlichen parallel zur Richtung des Scharniers des Umschlages des

Reisepasses angeordnet ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 18-27, dadurch gekennzeichnet, dass die
einzelnen Schichten (2-7) oder bereits verbundene Schichten von Rolle (13, 14,
22, 23, 32) zugefiihrt werden, in einem kontinuierlichen oder getaktet
kontinuierlichen Prozess verarbeitet werden, und dass insbesondere bevorzugt
die resultierende Mehrschichtstruktur entweder zu einem Bogenformat zurecht

geschnitten oder auf Rolle gesammelt wird.

PCT/CH2007/000250
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